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プロセスフロー
再配線 Re-Distribution Layer ボール搭載 Solder Balls Printing

ウェハ
Wafer

第一絶縁層形成
Primary insulated layer

シード層形成
Seed layer

レジスト形成
Resist layer

再配線形成
Re-distribution layer

レジスト除去
Resist remove

シード層エッチング
Etching for seed layer

第二絶縁層形成
Secondary insulated layer

Al-Pad SiN

PBO

Ti/Cuスパッタ
Sputtering (Ti/Cu)

レジスト
Resist

PBO

Cu/Niメッキ
Plating (Cu/Ni)

フラックス印刷
Flux printing

ボール搭載
Solder balls printing

スキージ
Squeegee

はんだボール
Solder balls

印刷用マスク
Stencil for printing

フラックス
Flux

ボール搭載用マスク
Stencil for solder balls
printing

検査 Inspection

出荷 Shipment
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リフロー
Reflow

洗浄・乾燥
Clean / Dry


